BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 56/04 Verkindet am
19. Dezember 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 30 456.8-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 19. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Priufungsstelle fir
Klasse HO1 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom
4. August 2004 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unter-

lagen erteilt:

Patentanspriche 1 bis 8,

Beschreibung, Seiten 1 bis 9 (mit Seite 2a),

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung vom
19. Dezember 2006,

ursprungliche Zeichnung, Figuren 1 bis 4.

Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse H 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die am 5. Juli 2003 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung ,Vorrich-
tung zum Erstellen einer Oberflachenstruktur auf einem Wafer* durch Beschluss

vom 4. August 2004 zuriickgewiesen.

Zur Begriindung ist in dem Beschluss ausgefuhrt, dass der Gegenstand des da-
mals geltenden Patentanspruches 1 gegenuber dem Stand der Technik nach den

Druckschriften

- US 2002/0170880 A1 (Druckschrift 1) und

- White D. L., Wood O. R.: Novel alignment system for imprint lithographie.
In: J. Vac. Sci. Technol. B, 2000, Vol. 18, No. 6, S. 3552 bis 3556
(Druckschrift 2)




nicht neu sei.

Im Prifungsverfahren sind zum Stand der Technik ferner die

- US 5817 242 A (Druckschrift 3)

- US 2001/0013294 Al (Druckschrift 4)

- Haisma J. u. a.: Mold-assisted nanolithography: A process for reliable pattern
replication. In: J. Vac. Sci. Technol. B 1996, Vol. 14, No. 6, S. 4124 bis 4128
(Druckschrift 5) und

- WO 02/067055 A2 (Druckschrift 6)

in Betracht gezogen worden.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Sie verfolgt ihr Schutzbegehren mit dem in der mundlichen Verhandlung vom
19. Dezember 2006 Uberreichten Patentansprichen 1 bis 8 mit angepasster Be-
schreibung weiter und vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des vertei-
digten Patentanspruchs 1 gegeniiber dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik patentfahig sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse H 01 L des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 4. August 2004 aufzuheben
und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriche 1 bis 8,

Beschreibung, Seiten 1 bis 9 (mit Seite 2a),

uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom
19. Dezember 2006,

ursprungliche Zeichnung, Figuren 1 bis 4.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Lvorrichtung zum Erstellen einer Oberflachenstruktur auf einem

Wafer (10), mit folgenden Merkmalen:

a) einem Trager (18) zur Aufnahme des Wafers (10) derart, dass
eine zu behandelnde Wafer-Oberflache (12) frei liegt, sowie

b) einer Halterung zur Aufnahme und Fihrung eines Stem-
pels (14),

bl) senkrecht zu der und gegen die zu behandelnde Wafer-
Oberflache (12), und

b2) parallel zu der zu behandelnden Wafer-Oberflache (12) in
Schritten von jeweils weniger als einer Stempelbreite, wobei

c) der Stempel (14) auf seiner der zu behandelnden Wafer-Ober-
flache (12) zugewandten Seite eine Profilierung (16) korres-
pondierend der zu erstellenden Oberflachenstruktur (12) auf-
weist, und die Profilierung (16)

d1) mindestens einen Abschnitt, und/oder

d2) mindestens eine zusatzliche Passmarke aufweist, die

d3) sich in Bewegungsrichtung des Stempels (14) wiederholt,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Halterung so gestaltet ist, dass der Stempel (14) zur
Selbstjustierung an den zuvor gebildeten Strukturen eine freie
Beweglichkeit parallel und/oder senkrecht zu der zu behandelnden
Wafer-Oberflache (12) aufweist und

eine Einrichtung zum Harten der auf der Wafer-Oberflache (12)

gebildeten Oberflachenstruktur (22) vorgesehen ist.”

Wegen der geltenden Unteranspriiche 2 bis 8 und der weiteren Einzelheiten wird

auf den Akteninhalt verwiesen.



Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig und auch begriindet,
denn die Lehre des geltenden Patentanspruchs 1 ist durch den im Verfahren be-

findlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen.

1. Die geltenden Patentanspriiche 1 bis 8 sind zulassig.

Der geltende Patentanspruch 1 findet inhaltlich eine ausreichende Stitze in den
ursprunglichen Patentanspriichen 1, 7 und 8 in Verbindung mit der ursprtinglichen
Beschreibung, Seite 3, 2. und 3. Absatz (hinsichtlich des Begriffs Selbstjustierung

an den zuvor gebildeten Strukturen).

Die geltenden Unteranspriiche 2 bis 6 und 7 entsprechen - in dieser Reihenfolge -
den urspriinglichen Ansprichen 2 bis 6 und 9, der geltende Patentanspruch 8
schlie3lich findet seine Stitze auf S. 2, letzter Absatz der urspringlich einge-

reichten Beschreibung.

Gegen die Zulassigkeit der angepassten Beschreibung bestehen ebenfalls keine

Bedenken.

2. Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung geht die Erfindung von einer
herkdbmmlichen Vorrichtung zum Erstellen einer Oberflachenstruktur auf einem
Wafer aus. An derartige Strukturen, die beispielsweise aus Photolack bestehen,
werden extreme Anforderungen beziglich MalRRgenauigkeit gestellt, welche bei
groReren Wafern (Durchmesser 300 mm oder mehr) nur dadurch zu erftllen sind,
dass mehrere Prageschritte mit kleineren Stempeln nacheinander ausgefihrt wer-
den. Dann besteht aber das Problem, eine exakte Ausrichtung der Prage- bzw.
Stempelschritte zueinander sicherzustellen, vgl. S. 2, den 4. Absatz der geltenden

Beschreibung.



Vor diesem Hintergrund liegt dem Anmeldungsgegenstand als technisches Pro-
blem die Aufgabe zugrunde, eine Méglichkeit aufzuzeigen, prazise Strukturen re-
produzierbar auf einer Wafer-Oberflache auszubilden bzw. abzubilden, vgl. S. 2a,

3. Absatz der geltenden Beschreibung.

Diese Aufgabe wird mit der Vorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1
gel6st. Dadurch dass bei der Vorrichtung die Halterung zur Aufnahme und Fuh-
rung des Préagestempels in Schritten von jeweils weniger als einer Stempelbreite
gefuhrt wird, wobei die Halterung so gestaltet ist, dass der Stempel eine freie Be-
weglichkeit parallel und/oder senkrecht zu der zu behandelnden Waferflache auf-
weist und eine Einrichtung zum Harten der auf der Wafer-Oberflache gebildeten
Oberflachenstruktur vorgesehen ist, ist es madglich, eine Selbstjustierung des
Stempels an den zuvor gebildeten (geharteten) Strukturen vorzunehmen. Das
Prinzip der Erfindung ist dabei, dass der jeweils nachste Stempelschritt nicht ne-
ben dem zuvor ausgefihrten erfolgt, sondern Uberlappend. Ausweislich der Be-
schreibung ergibt sich dadurch, dass das Stempelprofil sich in einer zuvor gebil-
deten Struktur (Abschnitt der Pragung und/oder zusétzlich gebildete Passmarke)
selbst ausrichten (justieren) kann, auf einfachstem Weg eine optimale Mal3ge-
nauigkeit, vgl. S. 3 und S. 4, jeweils den 1. Absatz der geltenden Beschreibung.

3. Die - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Vorrichtung nach dem geltenden
Patentanspruch 1 ist gegeniber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
neu und beruht diesem gegenuber auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des zu-
standigen Durchschnittfachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung und Her-
stellung von Halbleiter-Vorrichtungen befasster, berufserfahrener Physiker oder
Diplomingenieur der Fachrichtung Halbleitertechnik mit Universitatsausbildung zu

definieren ist.

a) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden in der miundlichen Verhandlung
Uberreichten Patentanspruchs 1 folgt schon daraus, dass - wie sich aus den

nachfolgenden Ausfihrungen zur erfinderischen Tatigkeit ergibt - keine der ein-



gangs genannten Druckschriften 1 bis 6 eine Vorrichtung offenbart, mit der tGber-

lappende Stempelschritte ausgefuhrt werden, wozu die Halterung des Stempels
der Vorrichtung zur Selbstjustierung an zuvor geharteten Strukturen so gestaltet
ist, dass der Stempel eine freie Beweglichkeit parallel und/oder senkrecht zu der
zu behandelnden Wafer-Oberflache aufweist, wie dies zur Lehre des geltenden

Patentanspruchs 1 gehdrt.

b) Die Druckschriften 1 bis 6 kdnnen dem vorstehend definierten Durchschnitts-

fachmann den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 auch weder fir sich

noch in einer Zusammenschau nahelegen.

Die Druckschrift 1 offenbart eine Vorrichtung, die folgende Merkmale des gelten-

den Patentanspruchs 1 aufweist:

a) einen Tréger (support surface of stationary block 26) zur Auf-
nahme des Wafers (8) derart, dass eine zu behandelnde Wa-
fer-Oberflache frei liegt, sowie

b) eine Halterung zur Aufnahme und Fihrung eines Stem-
pels (62),

bl) senkrecht zu der und gegen die zu behandelnde Wafer-
Oberflache, und

b2) parallel zu der zu behandelnden Wafer-Oberflache in Schritten
von jeweils weniger als einer Stempelbreite, wobei

c) der Stempel auf seiner der zu behandelnden Wafer-Oberfla-
che zugewandten Seite eine Profilierung (protruding fea-
tures 66) korrespondierend der zu erstellenden Oberflachen-
struktur aufweist, und die Profilierung (66)

d1) mindestens einen Abschnitt, und/oder

d2) mindestens eine zusatzliche Passmarke aufweist, die



d3) sich in Bewegungsrichtung des Stempels wiederholt und eine
Einrichtung zum Harten der auf der Wafer-Oberflache gebil-
deten Oberflachenstruktur.

(vgl. die Fig.: 3 mit zugehorigen Erlauterungen sowie den Abschnitt <0002>).

Zum Offenbarungsgehalt der Druckschrift 1 gehoért zwar, dass der Stempel bei der

Justierung ,in Schritten von weniger als einer Stempelbreite* gefiihrt wird, jedoch
findet sich bei diesem Stand der Technik weder ein Hinweis auf eine Uberlappung
bei den Prageschritten des Stempels mit Selbstjustierung noch ist in dieser Schrift
die dazu notwendige freie Beweglichkeit des Stempels mit entsprechender Halte-
rung angesprochen oder angeregt. Vielmehr sind dieser Schrift diverse aufwen-
dige und prinzipiell andere (z. B. optische) Justierverfahren entnehmbar. Auch
mag gemald der Druckschrift 1 eine Einrichtung zum Harten der gebildeten Ober-
flachenstruktur vorgesehen sein, die Hartung erfolgt aber erst nach dem Ausbilden
der gesamten Oberflachenstruktur und steht in keinem Zusammenhang mit der

Erstellung derselben.

Eine Anregung bezlglich des im geltenden Anspruch 1 beschriebenen Gegen-
standes erhalt der Fachmann auch nicht bei Einbeziehung der Druckschriften 2
bis 6.

Die ebenfalls eine Vorrichtung zum Erstellen einer Oberflachenstruktur betreffende
Druckschrift 2 sieht zur Ausrichtung des Druckstempels ebenfalls ein optisches

Verfahren vor, eine Selbstjustierung an zuvor gebildeten Strukturen ist dabei nicht

vorgesehen. Entsprechendes gilt fur das in der Druckschrift 6 beschriebene litho-

graphische Druckverfahren.

Die Druckschrift 3 betrifft die Ausrichtung eines Stempels zu einem Substrat. Eine

Moglichkeit, diese moglichst akkurat durchzufihren (lock-and-key type of self-
alignment) besteht darin, dass zuvor auf dem Substrat angebrachte Ausnehmun-



gen (recesses 301) in Vorspringe (protrusions 311) des Stempels eingreifen, vgl.
Fig. 3 mit Text. Ein entsprechender technischer Sachverhalt ist der Druckschrift 4

entnehmbar, vgl. Fig. 6 mit zugehdriger Beschreibung.

Die Druckschriften 3 und 4 jedenfalls sehen keinen tberlappenden Druck mit ei-

nem Stempel vor, der Bestandteil einer Vorrichtung gemafd dem Patentanspruch 1
ist, wobei die den Stempel aufnehmende und filhrende Halterung so gestaltet ist,
dass der Stempel zur Selbstjustierung an den zuvor gebildeten, mit einer Einrich-
tung zum Harten behandelten Strukturen eine freie Beweglichkeit parallel und/oder
senkrecht zu der zu behandelnden Wafer-Oberflache aufweist.

Die Druckschrift 5 schlie3lich betrifft die Lithographie. Das Problem, wie ein

Druckstempel dabei auszurichten ist, ist nur beilaufig angesprochen, vgl. dort
S. 428, linke Spalte, vorletzter Absatz.

Die Vorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist demnach patentféahig.

4. An den Patentanspruch 1 kénnen sich die geltenden Unteranspriiche 2 bis 7
sowie der nebengeordnete Patentanspruch 8 anschlie3en, die vorteilhafte und
nicht selbstverstandliche Ausfuhrungsarten der Vorrichtung bzw. deren Verwen-

dung betreffen.

5. In der geltenden Beschreibung ist der maf3gebliche Stand der Technik, von dem
die Erfindung ausgeht, angegeben und die beanspruchte Vorrichtung anhand der

Zeichnung ausreichend erlautert.
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Bei der dargelegten Sachlage war der angefochtene Beschluss aufzuheben und

das Patent antragsgemal} zu erteilen.

gez.

Unterschriften
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